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Abstract (en)
[origin: US6561885B1] A ring cutter that cuts chips with a ring of knives. Two carrier rings enclose a collar of knife packets. Each knife packet
includes a knife clamped between a knife carrier a clamping plate with a cutting edge of the knife pointing to the inside of the ring. Fastening screws
are threaded through a borehole in the clamping plate and an opening in the knife and are screwed into a threaded borehole in the knife carrier. One
of the fastening screws is configured as an alignment pin.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Messerring-Zerspaner zum Zerspanen von Hackschnitzeln; mit einem Messerring (1), umfassend einen Kranz von
Messerpaketen sowie zwei diese tragende Tragringe (5.1,5.2), die die Messerpakete zwischen sich einschließen; mit einem Rotor (2), der eine
Vielzahl von Rotorschaufeln (2.1) trägt; jedes Messerpaket enthält die folgenden Teile: einen Messerträger (1.2), eine Klemmplatte (1.3), ein
zwischen Messerträger und Klemmplatte eingespanntes Messer, dessen Schneide nach innen weist; wenigstens zwei Befestigungsschrauben (4),
die jeweils durch eine Bohrung (1.3.1) in der Klemmplatte (1.3) und durch eine Öffnung im Messer hindurchgeführt und in eine Gewindebohrung
(1.2.2) im Messerträger (1.2) eingeschraubt sind; wenigstens eine der Befestigungsschrauben (4) ist auf einem Teil ihrer Länge als Paßstift
(4.3) ausgebildet; die zugehörenden Bohrungen von Klemmplatte (1.3) und Messerträger (1.2) sind wenigstens auf einem Teil ihrer Länge als
Paßbohrungen ausgebildet und dort auf den Durchmesser des Paßstiftes (4.3) abgestimmt. <IMAGE>
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